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1.0 General

1.1 Alcance  Este estándar es una colección de requisitos de aceptabilidad de calidad visual para ensambles electrónicos. Este 
estándar no proporciona los criterios para la inspección por rayos X o sección transversal. Hay guías para rayos X ubicadas 
en J‑STD‑001.

Este documento presenta los requisitos de aceptación para la fabricación de ensambles eléctricos y electrónicos. Históricamente, 
los estándares de ensamble electrónico contenían un tutorial más completo que abordaba principios y técnicas. Para una 
comprensión más completa de las recomendaciones y requisitos de este documento, éste se puede utilizar junto con 
IPC‑HDBK‑001 o IPC‑AJ‑820.

Los criterios de este estándar no pretenden definir los procesos para realizar operaciones de ensamble ni tienen por objeto 
autorizar la reparación/modificación o un cambio del producto. Por ejemplo, la presencia de criterios para el adhesivo de fijación 
de componentes no implica/autoriza/requiere el uso de adhesivo de fijación y la representación de terminales/conductores 
enrollados en el sentido de las agujas del reloj alrededor de un terminal no implica/autoriza/requiere que todos los cables/
conductores estén enrollados en el sentido de las agujas del reloj.

Los usuarios de este estándar deberían conocer los requisitos aplicables del documento y cómo aplicarlos, vea 1.3 Clasificación.

IPC‑A‑610 tiene criterios fuera del alcance de J‑STD‑001 que definen los requisitos mecánicos y otros requisitos de mano de obra. 
La Tabla 1‑1 es un resumen de los Documentos IPC afines con los que el usuario puede querer familiarizarse para comprender 
mejor los requisitos de este documento. Para obtener más información sobre los documentos de referencia, consulte la sección 
2.0 Documentos aplicables.

Tabla 1-1  Resumen de los Documentos Afines

Propósito del 
Documento

Núm. de 
especificación Definición

Estándar de Diseño
IPC‑222X 
IPC‑7351 
IPC‑CM‑770

Requisitos de diseño que reflejan tres niveles de complejidad (niveles A, B y C) que indican 
geometrías más finas, mayores densidades y más pasos del proceso para producir el 
producto.

Guías de los Procesos de Componentes y Ensambles para ayudar en el diseño de la tarjeta 
desnuda y el ensamble, donde los procesos de tarjeta desnuda se concentran en patrones 
de pistas para el montaje en superficie y el ensamble se concentra en los principios de 
montaje en superficie y orificio TH, que generalmente se incorporan en el proceso de 
diseño y la documentación.

Tarjeta Impresa – 
Requisitos

IPC‑601X 
IPC‑A‑600

Requisitos y documentación de aceptación para sustratos rígidos, rígidos flexibles, 
flexibles y otros tipos de sustratos.

Estándar de Requisitos 
de Proceso J‑STD‑001

Requisitos para ensambles eléctricos y electrónicos soldados que describen las 
características mínimas aceptables del producto final, así como los métodos de evaluación 
(métodos de prueba), la frecuencia de las pruebas y la capacidad aplicable de los requisitos 
del control de proceso.

Estándar de 
Aceptabilidad IPC‑A‑610

Documento interpretativo ilustrado en el que se indican diversas características de la 
tarjeta o ensamble, según corresponda, en relación con condiciones deseables que 
excedan las características mínimas aceptables indicadas por el estándar de rendimiento 
del artículo final y reflejen varias condiciones fuera de control (indicador de proceso o 
defecto) para ayudar a los evaluadores de los procesos del taller a juzgar la necesidad de 
acción correctiva.

Programas de 
Capacitación (Opcional) Capacitación documentada para procesos, procedimientos, técnicas y requisitos.

Retrabajo y Reparación IPC‑7711/7721
Documentación que proporciona los procedimientos para llevar a cabo la eliminación y 
reemplazo de componentes y recubrimientos de protección, la reparación de máscara de 
soldadura y la modificación o reparación de material laminado, conductores y PTH.

Manual de Ensamble y 
Uniones IPC‑AJ‑820

IPC‑AJ‑820 es un documento de respaldo que proporciona información sobre la intención 
del contenido de esta especificación y explica o amplía la justificación técnica para la 
transición de límites a través de criterios de condición de Aceptable a Defecto. Además, 
se proporciona información de apoyo para dar una comprensión más amplia de las 
consideraciones del proceso que están relacionadas con el rendimiento, pero que no 
suelen ser distinguibles comúnmente a través de los métodos de evaluación visual.

Las explicaciones proporcionadas en IPC‑AJ‑820 deberían ser útiles para determinar la 
disposición de las condiciones identificadas como Defecto, los procesos asociados con 
los Indicadores de Proceso, así como para responder a preguntas sobre la aclaración en el 
uso y la aplicación del contenido definido de esta especificación. La referencia contractual 
a IPC‑A‑610 no impone adicionalmente el contenido de IPC‑AJ‑820 a menos que se haga 
referencia específica a ello en la documentación contractual.




